２００４年８月６日

各　　位

ものづくりクラスター協議会　　

レーザ微細加工技術研究会会長　宮本　勇　　

ものづくりクラスター協議会「産学官連携促進事業」

分野設定型研究会「微細加工装置（レーザ加工技術）分野」

第５回セミナーの御案内

　平素はものづくりクラスター協議会事業の推進に御理解・御協力を賜りありがとうございます。

　「レーザ微細加工技術研究会」では、これまで、最新のレーザ加工技術を紹介するセミナーや、レーザ加工技術を活用した新製品を共同で開発するための「レーザ微細加工技術研究会」及びその「分科会」を開催してまいりました。幸いにしてこれらの事業は多数の企業、大学等に御支持をいただき、研究会等に参加いただいた方々の間で連携が進むとともに、既にいくつかの「共同研究開発グループ」が生まれ、実際に新たな製品開発への取り組みが行われるなど、活動の結果が実を結びつつあるところです。

この度、協議会会員を対象に、産業界におけるレーザ加工技術、設備導入経緯、メリット等を広く知っていただくとともに、参加企業と意見交換・交流する場として「第５回セミナー」を開催することと致しました。本セミナーでお伺いしました御意見等につきましては、今後の研究会活動に反映していきたいと考えております。

また、今回新しい試みとして、一部同時並行で、当研究会に御協力いただいております大学の先生方による個別の相談会を実施します。本相談会では、企業が抱える課題、新しい事業展開へのアドバイス等レーザに関する課題解決を目的として実施します。なお、本相談会は予約制ですので、御希望される場合は別添の個別相談申込書に必要事項を御記入いただき、本セミナーの出席申込書とともに事務局あて御返送いただきますようお願い申し上げます。

本セミナーは、既にレーザを活用されている方、今後活用を考えておられる方、レーザについて興味をお持ちの方等、皆様の今後のお取り組みに有益であると考えますので、奮って参加いただきますよう御案内致します。

１．日　時：２００４年９月２日（木）　セミナー１３：００～１７：１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交流会　１７：３０～１８：３０

２．会　場：大阪大林ビル　２９階　六甲の間

　　　　　　住所：大阪市中央区北浜東４－３３
（京阪・地下鉄天満橋もしくは北浜駅より徒歩約７分）

　　　　　　電話：０６－６９４７－０７７７

　　　　　　http://www.osaka.orec.co.jp/oskanri/osob/osob_map.html
３．参加費：無料（但し、交流会費3,000円/人については当日徴収します）
４．主　催：ものづくりクラスター協議会（事務局（財）大阪科学技術センター）
５．内　容：
　(1)挨拶（１３：００～１３：０５）

レーザ微細加工技術研究会会長（大阪大学名誉教授）宮本　勇　氏

(2)「レーザによるビルドアップ型プリント配線板のマイクロビア形成技術」

（１３：０５～１３：５５）

　　　　　三菱電機株式会社　生産技術センター　　竹野　祥瑞　氏

〈内容〉電子機器の小形・軽量、高速・多機能化に対応して、プリント配線板にも高密度

化が要求され、小径ビアホール（マイクロバイアまたはマイクロビア）、高精細

配線が実現できるビルドアップ型プリント配線板が採用されている。

ここでは、ビルドアップ型プリント配線板のマイクロビア形成に適用されている

レーザ穴あけ技術について解説いただきます。

(3)「紫外域で優位性を保つエキシマレーザ（仮題）」

　　　　　　ラムダフィジック株式会社　インダストリアル事業部　　清水　宏　氏

　〈内容〉近年、紫外域波長を出力可能な全固体レーザが各種市販されるようになってきた

が、パルスエネルギーや信頼性の面ではエキシマレーザに軍配があがるケースも

多い。ここでは、最新エキシマレーザを紹介するとともに、エキシマレーザに適

した応用先を解説いただきます。

〈　　休　　　憩　　〉　（１４：４５～１４：５５）

(4)「硬脆性材料のレーザ微細加工」（１４：５５～１５：４５）

株式会社レーザーソリューションズ　第一技術部　長友　正平　氏

　〈内容〉サファイア、ダイヤモンドなどの硬脆性材料の溝加工、穴加工、切断等を行った

結果を中心に、材料と波長、光学系の組み合わせによる加工性の違いを解説いた

だきます。
(5)「CO2レーザによるハーフカット」（１５：４５～１６：３５）

　　　　　　坂本造機株式会社　品質保証室　室長　　高橋　孝治　氏

〈内容〉「CO2レーザの特徴を生かした新分野への展開」を基本に、ダイボード（トムソ

ン刃・ビク刃）での難加工物を、CO2レーザにて非接触ハーフカット加工の加工

機及び加工方法について解説いただきます。

(6)意見交換会（１６：３５～１７：１０）

(7)交流会（１７：３０～１８：３０）

※同時並行で、個別相談ブースを設置予定です。

御相談を御希望される場合は、別添の個別相談申込書に必要事項を御記入の上、出席申込書と併せて事務局まで御返送下さい。

　なお、時間が限られておりますので当日御相談に応じることができない場合があることを御了承下さい。相談をお受けできない場合は事前に御連絡させていただきます。

７．参加方法

　　　　★別添出席申込書に必要事項を御記入のうえ、ものづくりクラスター協議会あて

メールもしくはＦＡＸでお申し込み下さい。　　　　

★１社、１機関、何名御参加頂いても結構です。

　　　　★申込の締め切りは２００４年８月２０日（金）までとさせて頂きます。

なお、会場の関係上、早い段階でお知らせ頂ければ幸いです。

　　　　　
８．申込先・照会先
      ものづくりクラスター協議会事務局（（財）大阪科学技術センター内）
          担当：三原・藤本・篠崎

                〒550-0004　大阪市西区靱本町1-8-4

                TEL：06-6443-5323　FAX：06-6443-5319

                E-mail：ostec-mono@ostec.or.jp






